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eingebracht. Die exotherme Reaktion kann dann durch einen der Reaktionsfront™— "

Typischer Aufbau beim reaktiven Fiigen;
die Reaktivschichten konnen auch direkt

der hohen Reaktionsgeschwindigkeit wird innerhalb von Sekunden an:ie Bauteiloberflédchen abgeschieden
weraen.

elektrischen Funken oder mit einem Laser aktiviert werden. Aufgrund

eine feste Fligeverbindung erzeugt (— Video-Link).

L P Reaktionssequenz einer RNMS-Folie,
aufgenommen mit einer
Hochgeschwindigkeitskamera

Verfahrensvorteile Typische Anwendungen
m lokale Warmequelle: Bauteile bleiben praktisch kalt B Loten temperaturempfindlicher Komponenten
m kein Ofen, kein Schutzgas, kein Flussmittel nétig B spannungsarme Fugeverbindungen

m einfache Handhabung der Komponenten (—pick&place)  ® hermetische Verkapselungen unter kontrollierter

B kurze Prozesszeiten Atmosphare

Eigenschaften Fiigeverbindung B Prototyping

B hohe Festigkeiten erreichbar B Alternative zum step-soldering
m gute thermische Eigenschaften (Warmeleitfahigkeit) B Reparaturldten

B hohe Temperatur- und Feuchtigkeitsbestandigkeit m ..
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Unsere Expertise

B Entwicklung massgeschneiderter Losungen zum schonenden reaktiven Fiigen
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